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ST-에릭슨, 중국 기업 호지(Hojy)와의 제휴 강화를 통해 중국 컴퓨팅 시장에 

고속 모바일 브로드밴드 제공 

 

2009 년 10 월 13 일 – 무선 플랫폼과 반도체 분야를 선도하는 세계적인 기업인 ST-에릭슨은 

EDGE 및 TD-SCDMA 데이터 솔루션 전문 기업인 호지 와이어리스 (Hojy Wireless)와 협력을 

강화하고 중국 컴퓨팅 시장에 고속 모바일 서비스를 선보이게 된다고 오늘 발표했다. 호지는 

중국 시장을 겨냥하여 데이터 카드, USB 동글(dongles), 노트북, 스마트폰을 위한 차세대 고속 

모바일 브로드밴드 모듈을 개발하기 위해 ST 에릭슨의 중국 지사인 T3G 가 개발한 업계 최초의 

65-nm TD-HSPA 모뎀인 M6718 을 채택했다.  

 

ST-에릭슨의 파스칼 랑글루아 (Pascal Langlois) 영업 마케팅 부문 책임자는 “호지는 무선 

데이터 카드와 모듈 제품을 공급하는 대표적인 선두 기업”이라면서 “회사의 차세대 TD-SCDMA 

솔루션을 통해 중국 소비자들이 진정한 의미의 모바일 인터넷 경험을 보장하는 고속 모바일 

브로드밴드를 즐길 수 있게 될 것”이라고 밝혔다.  

 

호지의 챔피언 왕 (Champion Wang) 대표는 “ST-에릭슨은 중국 TD-SCDMA 시장의 혁신을 

이끌고 있다”면서 “ST 에릭슨의 활발한 R&D, 중국 시장에 특화된 솔루션에 대한 전문성, 다양한 

글로벌 플랫폼 솔루션에 힘입어 회사 고객들의 요구에 부합하고 빠르게 변화하는 시장에 대처할 

수 있게 될 것”이라고 기대감을 표시했다.  

 

ST-에릭슨은 호지와 오랜 동안 협력 관계를 유지해 오고 있으며, 올해 초 선보인 델 인스피론 

미니 10 노트북과 알카텔 상하이 벨의 T920 USB 데이터 카드를 비롯하여 다양한 기능을 갖춘 
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최종 제품을 제공하고 있다. 

 

M6718 에 기초한 호지의 모듈은 2010 년 1 분기에 출시될 예정이다. 

 

편집자 주 

 

M6718 에 대한 자세한 내용은 http://www.stericsson.com/platforms/M6718.jsp 에서 확인할 

수 있다. 

 

ST-에릭슨(ST-Ericsson) 관련정보 

 

ST-에릭슨은 다양한 모바일 기술에 대한 혁신적인 모바일 플랫폼과 최첨단 무선 반도체 솔루션 

포트폴리오를 개발 및 제공하는 세계 선두 기업이다. ST-에릭슨은 최고 단말기 제조업체의 주요 

공급업체이며, ST-에릭슨의 제품 및 기술은 오늘날 사용되고 있는 50% 이상의 휴대폰에 

적용되고 있다. ST-에릭슨은 2008 년 약 36 억 달러의 예상 수익을 창출하였다. ST-에릭슨은 

ST 마이크로일렉트로닉스(NYSE: STM)와 에릭슨(NASDAQ: ERIC) 의 50 대 50 의 합작투자로 

2009 년 2 월 설립되었으며, 스위스 제네바에 본사를 두고 있다. 보다 상세한 정보는 

www.stericsson.com 에서 확인할 수 있다.  
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